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Abstract (en)
[origin: WO9104852A1] This material comprises a thermosetting resin matrix containing layers of carbon filaments. Given the high modulus
of elasticity of these filaments, they cannot expand during the thermoforming of the composite material. Furthermore, these filaments can be
wetted by the resin only with relative difficulty, so that thermoforming causes the composite material to delaminate. For this reason, an open-
pored, compressible intermediate layer with a low modulus of elasticity is intercalated between two layers of the reinforcing filament material. This
intermediate layer has excellent grip on the resin and can absorb tensile and compressive stress by virtue of its compressibility.

Abstract (fr)
Ce matériau comporte une matrice de résine thermodurcissable renfermant des nappes de filaments de carbone. Etant donné le module d'élasticité
élevé de ces filaments, ceux-ci ne peuvent pas s'allonger lors du thermoformage du matériau composite. Par ailleurs, ces filaments sont relativement
mal mouillables par la résine, de sorte que le thermoformage entraîne notamment un délaminage du matériau composite. C'est la raison pour
laquelle une couche médiane à pores ouverts à faible module d'élasticité, compressible, est intercalée entre deux nappes du matériau de
renfort filamentaire. Cette couche médiane réalise un excellent accrochage avec la résine et permet d'absorber les contraintes de traction et de
compression en raison de sa capacité de compression.
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